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半導体のﾊﾞｯｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、ﾀﾞｲｼﾝｸﾞ、CMP工程の排水をろ過処理するシステムです。

ＭＦ膜を使用することで、薬品を使用しませんのでランニングコストの低減に貢献します。

● ＭＦ膜を使用しています。

● セラミック膜と有機膜の二種類が選択可能です。

● 目詰まりした膜は、弊社の工場で再生して返却することが可能です。

● ｶﾞﾘｳﾑヒ素材を使用する工程では、ヒ素がｲｵﾝ化しますが、ｵﾌﾟｼｮﾝでｲｵﾝ交換等を併設すれば

処理可能となります。飽和したｲｵﾝ交換ﾎﾞﾝﾍﾞは弊社で再生し返却致します。

● 排水を再利用する場合はｲｵﾝ交換ﾎﾞﾝﾍﾞとCO2ﾊﾞﾌﾞﾗｰをｵﾌﾟｼｮﾝで併設すれば可能です。

飽和したｲｵﾝ交換ﾎﾞﾝﾍﾞは弊社で再生し返却致します。

(下記は一例です、ご希望により最適な提案をさせて頂きます。)
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